
2010-2011年全球及中国晶振行业研究报告

所有数字电路都需要使用晶振，晶振每年的出货量惊人。2009年晶振的出货量

大约120亿颗，2010年增长25%达到150亿颗。不过晶振的价格竞争一直没有停止，

这导致晶振销售额并没有增加太多，2010年晶振市场规模为38.98亿美元，比2009

年增长了14.3%，这是晶振行业近十年来增幅最高的一年。

尽管对CMOS 晶振和MEMS晶振研究了很多年，尽管它们具备很多优点，但是晶

振主流产品还是几十年没变的石英（QUARTZ）晶振。CMOS 晶振和MEMS晶振累计

出货量还不到1亿颗，不及石英晶振的百分之一。

日本是晶振产业霸主，日本晶振行业产值占全球晶振行业产值的67%，这个比

率一直维持了十几年。日元升值和日本地震都无法动摇日本企业在晶振行业内的地

位和产值。

2010年全球晶振厂家收入排名中，前四名均为日本企业。台湾和美国厂家也在

晶振产业占据重要地位，2010年收入排名前21位中，有7家为台湾厂商，4家为美国

厂商。

从2010年与2009年收入对比来看，Epson Toyocom、Rakon、TXC、HELE、

SIWARD TAISAW等厂商增长迅速 而TEW P i 则出现了下滑 总体上讲SIWARD、TAISAW等厂商增长迅速，而TEW、Pericom则出现了下滑。总体上讲，

大多数日本晶振企业稳定增长，大多数台湾晶振企业增长较快，而大多数美国晶振

企业增长较慢或下滑。



2010年全球21大晶振厂家收入排名
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